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摘要(译)

超声探头中阵列元件的连接件包括第一层体和第二层体，其中第二层体
与第一层体连接，第二层体的面积小于 第一层主体的面积。 在第一层主
体中延伸超过第二层主体的区域设置有至少一个穿过第一层主体的第一
层导电元件。 第二层体的下表面设置有至少一个第二层导电元件，其穿
透第二层体和第一层体。 信号传输线通过第一层导电元件和第二层导电
元件连接到阵列元件。 阵列元素的连接组件为阶梯形。 信号传输线通过
用于阵列元件的阶梯状连接部件连接到阵列元件组件，以提供足够的空
间。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a84661b7-5ab5-4634-8c5b-e0ec9bdccf86
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/050946134/publication/US10561399B2?q=US10561399B2

